
JP WO2017/163331 A1 2017.9.28

(57)【要約】
　発光部（１４０）は、基板（１００）の一方の面（１
０１）に形成されている。また発光部（１４０）は、第
１電極（１１０）、有機層（１２０）、および第２電極
（１３０）を有する。被覆部材（１８０）は、発光部（
１４０）を被覆する。集積回路（３００）は、基板（１
００）の一方の面（１０１）に配置されている。また、
集積回路（３００）は、第１電極（１１０）および第２
電極（１３０）の少なくとも一方と電気的に接続されて
いる。保護部材（４００）は、被覆部材（１８０）と集
積回路（３００）との間の領域（１０５）に位置する。
また、保護部材（４００）は、集積回路（３００）の基
板（１００）とは反対側の第１面（３０１）の全体を露
出するように設けられている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板の一方の面に形成され、第１電極、有機層、及び第２電極を有する発光部と、
　前記発光部を被覆する被覆部材と、
　前記一方の面に配置され、前記第１電極および前記第２電極の少なくとも一方と電気的
に接続された集積回路と、
　前記被覆部材と前記集積回路との間の領域に位置する保護部材と、を備え、
　前記保護部材は、前記集積回路の前記基板とは反対側の第１面の全体を露出するように
設けられている発光装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の発光装置において、
　前記一方の面に形成され、前記第１電極又は前記第２電極と電気的に接続された端子部
をさらに備え、
　前記端子部は、前記集積回路と接続されている発光装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の発光装置において、
　前記保護部材は、少なくとも、前記領域の全体を覆っている発光装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の発光装置において、
　前記一方の面から前記被覆部材の前記基板とは反対側の面までの高さは、前記一方の面
から前記第１面までの高さより低い発光装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の発光装置において、
　前記第１面は、撥水性を有する発光装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の発光装置において、
　前記第１面の、水に対する接触角は９０°以上である発光装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の発光装置において、
　前記第１面の、水に対する接触角は１５０°以上である発光装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の発光装置において、
　前記保護部材は前記被覆部材の前記基板とは反対側の面の少なくとも一部を覆っている
発光装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の発光装置において、
　前記保護部材は、前記第１面に垂直な前記集積回路の少なくとも一つの側面に接してい
る発光装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の発光装置において、
　前記一方の面から前記第１面までの高さをｈＩＣとしたとき、前記保護部材は、前記集
積回路の前記側面の内、前記一方の面からｈＩＣ／２の高さまでの領域を覆っている発光
装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の発光装置において、
　前記基板はガラス基板である発光装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の発光装置において、
　前記基板の厚さは１０μｍ以上１０００μｍ以下である発光装置。
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【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の発光装置において、
　前記基板は可撓性を有する発光装置。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の発光装置を備え、
　前記基板の少なくとも一部が湾曲している電子装置。
【請求項１５】
　基板の一方の面に、第１電極、有機層、及び第２電極を有する発光部を形成する工程と
、
　前記一方の面に前記第１電極および前記第２電極の少なくとも一方と電気的に接続され
た集積回路を設ける工程と、
　前記発光部を被覆部材で被覆する工程と、
　前記被覆部材と前記集積回路との間の領域に保護部材を形成する工程と、を含み、
　前記保護部材を形成する工程において、前記保護部材は、前記集積回路の前記基板とは
反対側の第１面の全体を露出するように設けられる発光装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置、電子装置および発光装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年は有機ＥＬを利用した発光装置の開発が進んでいる。この発光装置は、照明装置や
表示装置として使用されており、第１電極と第２電極の間に有機層を挟んだ構成を有して
いる。そして、樹脂や薄いガラスの基板を用いた、フレキシブルな発光装置が開発されて
いる。
【０００３】
　特許文献１には、透明基板のうち半導体チップ及びフレキシブルプリント回路基板が実
装されている部分以外の大部分を、保護部材で覆うことにより、透明基板の大部分におい
て強度の向上を図ることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２７５０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特にガラス基板を用いた場合、樹脂基板に比べて発光部の劣化因子の侵入が少ないため
、発光部の寿命を長くすることができる一方、湾曲させた場合の耐久性が劣るという問題
があった。基板を湾曲させた際、特に基板上に設けた集積回路と封止部材との間に応力が
集中し、割れ等の原因になりやすかった。
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題としては、フレキシブルな発光装置の耐久性を向上させ
ることが一例として挙げられる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、
　基板と、
　前記基板の一方の面に形成され、第１電極、有機層、及び第２電極を有する発光部と、
　前記発光部を被覆する被覆部材と、
　前記一方の面に配置され、前記第１電極および前記第２電極の少なくとも一方と電気的
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に接続された集積回路と、
　前記被覆部材と前記集積回路との間の領域に位置する保護部材と、を備え、
　前記保護部材は、前記集積回路の前記基板とは反対側の第１面の全体を露出するように
設けられている発光装置である。
【０００８】
　請求項１４に記載の発明は、
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の発光装置を備え、
　前記基板の少なくとも一部が湾曲している電子装置
である。
【０００９】
　請求項１５に記載の発明は、
　基板の一方の面に、第１電極、有機層、及び第２電極を有する発光部を形成する工程と
、
　前記一方の面に前記第１電極および前記第２電極の少なくとも一方と電気的に接続され
た集積回路を設ける工程と、
　前記発光部を被覆部材で被覆する工程と、
　前記被覆部材と前記集積回路との間の領域に保護部材を形成する工程と、を含み、
　前記保護部材を形成する工程において、前記保護部材は、前記集積回路の前記基板とは
反対側の第１面の全体を露出するように設けられる発光装置の製造方法である。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形
態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
【００１１】
【図１】実施形態に係る発光装置の構成を示す断面図である。
【図２】実施形態に係る発光装置の構成を示す平面図である。
【図３】図２から保護部材、集積回路、被覆部材および封止膜を取り除いた図である。
【図４】図３から第２電極を取り除いた図である。
【図５】図４から絶縁層、及び有機層を取り除いた図である。
【図６】被覆部材および集積回路の位置関係の例を示す平面図である。
【図７】被覆部材および集積回路の位置関係の例を示す平面図である。
【図８】発光装置の変形例を示す断面図である。
【図９】発光装置の変形例を示す断面図である。
【図１０】発光装置の変形例を示す断面図である。
【図１１】発光装置の変形例を示す断面図である。
【図１２】発光装置を備える電子装置の構成を示す断面図である。
【図１３】図１８から保護部材、被覆部材、および集積回路を取り除いた図である。
【図１４】図１３から隔壁、第２電極、有機層、及び絶縁層を取り除いた図である。
【図１５】図１３のＢ－Ｂ断面図である。
【図１６】図１３のＣ－Ｃ断面図である。
【図１７】図１３のＤ－Ｄ断面図である。
【図１８】実施例１に係る発光装置の構成を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１３】
　図１は、本実施形態に係る発光装置１０の構成を示す断面図であり、図２は、本実施形
態に係る発光装置１０の構成を示す平面図である。図１は図２のＡ－Ａ断面図である。
【００１４】
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　本実施形態に係る発光装置１０は、基板１００、発光部１４０、被覆部材１８０、集積
回路３００、および保護部材４００を備える。発光部１４０は、基板１００の一方の面（
以下「第１面」とも呼ぶ。）１０１に形成されている。また発光部１４０は、第１電極１
１０、有機層１２０、および第２電極１３０を有する。被覆部材１８０は、発光部１４０
を被覆する。集積回路３００は、基板１００の一方の面１０１に配置されている。また、
集積回路３００は、第１電極１１０および第２電極１３０の少なくとも一方と電気的に接
続されている。保護部材４００は、被覆部材１８０と集積回路３００との間の第１領域１
０５に位置する。また、保護部材４００は、集積回路３００の基板１００とは反対側の第
１面３０１の全体を露出するように設けられている。以下に詳しく説明する。
【００１５】
　発光装置１０の基板１００は、例えばガラスや透光性の樹脂などの透光性の材料で形成
されている。ただし、発光装置１０が後述のトップエミッション型である場合、基板１０
０は透光性を有さない材料で形成されていてもよい。基板１００は、例えば矩形などの多
角形である。ここで、基板１００は可撓性を有している。基板１００の厚さは、例えば１
０μｍ以上１０００μｍ以下である。特に基板１００が可撓性を有するガラス基板である
場合、基板１００の厚さは、例えば２００μｍ以下である。基板１００を樹脂材料で可撓
性を持たせる場合は、基板１００の材料として、例えばＰＥＮ（ポリエチレンナフタレー
ト）、ＰＥＳ（ポリエーテルサルホン）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラート）、又は
ポリイミドを含ませて形成されている。また、基板１００が樹脂材料を含む場合、水分が
基板１００を透過することを抑制するために、基板１００の少なくとも発光面（好ましく
は両面）に、ＳｉＮｘやＳｉＯＮなどの無機バリア膜が形成されている。
【００１６】
　基板１００には発光部１４０が形成されている。発光部１４０は、発光を生じさせるた
めの構造、例えば有機ＥＬ素子を有している。この有機ＥＬ素子は、第１電極１１０、有
機層１２０、及び第２電極１３０をこの順に積層させた構成を有している。
【００１７】
　図３から図５を参照して発光部１４０の構成について詳しく説明する。図３は、図２か
ら保護部材４００、集積回路３００、被覆部材１８０および封止膜１９０を取り除いた図
である。本図において、集積回路３００および被覆部材１８０は破線で示している。図４
は、図３から第２電極１３０を取り除いた図である。図５は、図４から絶縁層１５０、及
び有機層１２０を取り除いた図である。
【００１８】
　第１電極１１０は、光透過性を有する透明電極である。透明電極を構成する透明導電材
料は、金属を含む材料、例えば、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＺＯ
（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＷＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｕｎｇｓｔｅｎ
　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＺｎＯ（Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）等の金属酸化物である。第
１電極１１０の厚さは、例えば１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下である。第１電極１１０は、
例えばスパッタリング法又は蒸着法を用いて形成される。なお、第１電極１１０は、カー
ボンナノチューブ、又はＰＥＤＯＴ／ＰＳＳなどの導電性有機材料であってもよい。
【００１９】
　発光装置１０はさらに絶縁層１５０を備える。絶縁層１５０は、発光部１４０を画定し
ている。絶縁層１５０は例えばポリイミドなどの感光性の樹脂材料によって形成されてお
り、第１電極１１０のうち発光部１４０となる部分を囲んでいる。第２電極１３０は、一
部が絶縁層１５０上に位置している。また、基板１００に垂直な方向から見た場合におい
て、絶縁層１５０の一部は第２電極１３０からはみ出ている。
【００２０】
　第２電極１３０は、例えば、Ａｌ、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｔ、Ｍｇ、Ｓｎ、Ｚｎ、及びＩｎか
らなる第１群の中から選択される金属又はこの第１群から選択される金属の合金からなる
金属層を含んでいる。この場合、第２電極１３０は遮光性を有している。第２電極１３０
の厚さは、例えば１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下である。ただし、第２電極１３０は、第１
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電極１１０の材料として例示した材料を用いて形成されていてもよい。第２電極１３０は
、例えばスパッタリング法又は蒸着法を用いて形成される。
【００２１】
　なお、上記した第１電極１１０及び第２電極１３０の材料は、基板１００を光が透過す
る場合、すなわち発光装置１０からの発光が基板１００を透過して行われる場合（すなわ
ちボトムエミッション型）の例である。他の場合として、基板１００とは逆側を光が透過
する場合がある。すなわち、発光装置１０からの発光が基板１００を透過しないで行われ
る場合（すなわちトップエミッション型）である。トップエミッション型では、逆積型と
、順積型との２種類の積層構造のいずれかを採用できる。逆積型では、第１電極１１０の
材料と第２電極１３０の材料はボトムエミッション型と逆になる。すなわち第１電極１１
０の材料には上記した第２電極１３０の材料が用いられ、第２電極１３０の材料には上記
した第１電極１１０の材料が用いられる。他方の順積型では、上記した第２電極１３０の
材料の上に第１電極１１０の材料を形成し、更にその上に有機層１２０、さらにその上に
薄く成膜した第２電極１３０を形成することで、基板１００とは逆側から光を取出す構造
である。なお、薄く成膜する材料は、例えば第２電極１３０の材料として例示した材料や
ＭｇＡｇ合金などである。ＡｌやＡｇで形成する場合は、第２電極１３０の厚さは、３０
ｎｍ以下であるのが好ましい。本実施形態にかかる発光装置１０は、ボトムエミッション
型、及び上記した２種類のトップエミッション型のいずれの構造であってもよい。
【００２２】
　有機層１２０は、例えば、正孔注入層、発光層、及び電子注入層をこの順に積層させた
構成を有している。正孔注入層と発光層との間には正孔輸送層が形成されていてもよい。
また、発光層と電子注入層との間には電子輸送層が形成されていてもよい。有機層１２０
は蒸着法で形成されてもよい。また、有機層１２０のうち少なくとも一つの層、例えば第
１電極と接触する層は、インクジェット法、印刷法、又はスプレー法などの塗布法によっ
て形成されてもよい。なお、この場合、有機層１２０の残りの層は、蒸着法によって形成
されている。また、有機層１２０のすべての層が、塗布法を用いて形成されていてもよい
。
【００２３】
　発光部１４０は、封止膜１９０によって封止されている（図１参照）。封止膜１９０は
、基板１００のうち、少なくとも発光部１４０が形成されている面に形成されており、発
光部１４０を覆っている。ただし、後述する第１端子１１２及び第２端子１３２は封止膜
１９０で覆われていない。封止膜１９０は、例えば絶縁材料、さらに具体的には酸化アル
ミニウムや酸化チタンなどの無機材料によって形成される。また、封止膜１９０の厚さは
、好ましくは３００ｎｍ以下である。また封止膜１９０の厚さは、例えば５０ｎｍ以上で
ある。
【００２４】
　封止膜１９０は、例えばＡＬＤ（Atomic Layer Deposition）法を用いて形成されてい
る。この場合、封止膜１９０の段差被覆性は高くなる。またこの場合、封止膜１９０は、
複数の層を積層した多層構造を有していてもよい。この場合、第１の材料（例えば酸化ア
ルミニウム）からなる第１封止層と、第２の材料（例えば酸化チタン）からなる第２封止
層とを繰り返し積層した構造を有していてもよい。最下層は第１封止層及び第２封止層の
いずれであってもよい。また、最上層も第１封止層及び第２封止層のいずれであってもよ
い。また、封止膜１９０は第１の材料と第２の材料の混在する単層であってもよい。
【００２５】
　ただし、封止膜１９０は、他の成膜法、例えばＣＶＤ法やスパッタリング法を用いて形
成されていてもよい。この場合、封止膜１９０は、ＳｉＯ２又はＳｉＮなど絶縁膜によっ
て形成されており、その膜厚は、例えば１０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下である。
【００２６】
　また、封止膜１９０の上にはさらに封止膜１９０を保護するための被覆部材１８０が設
けられている。被覆部材１８０は、エポキシ系又はアクリル系等の樹脂を用いて形成され
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る。被覆部材１８０は、封止機能を有していても良いし、有していなくても良い。
【００２７】
　なお、被覆部材１８０は例えば透光性を有するガラス又は樹脂を用いて形成されてもよ
い。その場合、被覆部材１８０は、基板１００と同様の多角形や円形であり、接着層を介
して発光部１４０に固定されている。また、被覆部材１８０は中央に凹部を設けた形状を
有していても良い。この場合、被覆部材１８０の縁は接着剤で基板１００に固定される。
これにより、被覆部材１８０と基板１００で囲まれた空間は封止される。そして発光部１
４０は、封止された空間の中に位置する。なお、封止膜１９０は設けられていなくても良
い。
【００２８】
　また、被覆部材１８０で封止された空間には、乾燥剤が配置されていてもよい。乾燥剤
は、例えばＣａＯ，ＢａＯなどの乾燥部材を含有している。たとえば乾燥剤は、被覆部材
１８０の基板１００に対向する面に固定される。
【００２９】
　また、発光装置１０は、基板１００の第１面１０１に形成され、第１電極１１０又は第
２電極１３０と電気的に接続された端子部をさらに備える。そして端子部は、集積回路３
００と接続されている。本図の例では、発光装置１０は、第１端子１１２、第１引出配線
１１４、第２端子１３２、及び第２引出配線１３４を備えている。第１端子１１２および
第２端子１３２は、上記の端子部である。第１端子１１２、第１引出配線１１４、第２端
子１３２、及び第２引出配線１３４は、いずれも基板１００のうち発光部１４０と同一面
に形成されている。第１端子１１２及び第２端子１３２は被覆部材１８０の外部に位置し
ている。第１引出配線１１４は第１端子１１２と第１電極１１０とを接続しており、第２
引出配線１３４は第２端子１３２と第２電極１３０とを接続している。言い換えると、第
１引出配線１１４及び第２引出配線１３４は、いずれも被覆部材１８０の内側から外側に
延在している。
【００３０】
　第１端子１１２、第２端子１３２、第１引出配線１１４、及び第２引出配線１３４は、
例えば、第１電極１１０と同一の材料で形成された層を有している。また、第１端子１１
２、第２端子１３２、第１引出配線１１４、及び第２引出配線１３４の少なくとも一つの
少なくとも一部は、この層の上に、第１電極１１０よりも低抵抗な金属膜（不図示）を有
していてもよい。この金属膜は、第１端子１１２、第２端子１３２、第１引出配線１１４
、及び第２引出配線１３４のすべてに形成されている必要はない。第１端子１１２、第１
引出配線１１４、第２端子１３２、及び第２引出配線１３４のうち第１電極１１０と同一
の材料で形成された層は、第１電極１１０と同一工程で形成されている。このため、第１
電極１１０は、第１端子１１２の少なくとも一部の層と一体になっている。またこれらが
金属膜を有している場合、第１端子１１２、第１引出配線１１４、第２端子１３２、及び
第２引出配線１３４の光線透過率は、基板１００の光線透過率よりも低くなる。
【００３１】
　図１に戻り、集積回路３００は、基板１００と対向する面に複数の電極３０５を備える
。複数の電極３０５には、集積回路３００の正極端子および負極端子が含まれる。そして
、第１端子１１２および第２端子１３２と集積回路３００の電極３０５とは、異方性導電
性樹脂層３１０を介して電気的に接続されている。異方性導電性樹脂層３１０は、絶縁性
の樹脂に複数の導電粒子を混ぜた構成を有している。導電粒子はたとえば金属粒子である
が、樹脂粒子などの絶縁性の粒子の表面に金などの金属を成膜したものであってもよい。
そして、第１端子１１２が集積回路３００の正極端子に接続され、第２端子１３２が集積
回路３００の負極端子に接続されることにより、第１端子１１２および第２端子１３２は
集積回路３００と通電可能となる。また、集積回路３００は、異方性導電性樹脂層３１０
を介して基板１００に固定されている。
【００３２】
　発光装置１０が複数の発光部１４０を備える場合、第１引出配線１１４及び第２引出配
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線１３４は一つの発光部１４０について一つずつ形成される。複数の第１引出配線１１４
はいずれも同一の第１端子１１２に接続され、複数の第２引出配線１３４はいずれも同一
の第２端子１３２に接続される。ただし、第１引出配線１１４及び第２引出配線１３４は
複数の発光部１４０について一つ形成されてもよい。そして、第１引出配線１１４は一つ
の第１端子１１２について一つずつ接続され、第２引出配線１３４は一つの第２端子１３
２について一つずつ接続されてもよい。
【００３３】
　集積回路３００は、たとえば半導体集積回路（ＩＣ）であり、発光部１４０の制御回路
として機能する。集積回路３００は、第１面３０１とは反対側の第２面３０２が、基板１
００の第１面１０１に対向するよう固定されている。集積回路３００の形状や大きさは特
に限定されないが、たとえば、基板１００の第１面１０１から、被覆部材１８０の基板１
００とは反対側の第１面１８１までの高さｈＣは、基板１００の第１面１０１から、集積
回路３００の基板１００とは反対側の第１面３０１までの高さｈＩＣより低くなっている
。集積回路３００は複数の電極３０５を備えており、上記した通り、第１電極１１０また
は第２電極１３０に接続された端子部（第１端子１１２，第２端子１３２）と電気的に接
続されている。
【００３４】
　発光装置１０は、複数の集積回路３００を基板１００の第１面１０１に備えていてもよ
い。その場合、保護部材４００は、集積回路３００と被覆部材１８０との間の領域にそれ
ぞれ設けられる。
【００３５】
　保護部材４００は、上記した通り、被覆部材１８０と集積回路３００との間の第１領域
１０５に位置する。保護部材４００は、少なくとも第１領域１０５の基板１００の全体を
覆っていることが好ましい。また、保護部材４００は、さらに被覆部材１８０の基板１０
０とは反対側の第１面１８１の少なくとも一部を覆っていてもよい。また、保護部材４０
０は、第１領域１０５以外の基板１００の一部をさらに覆っていてもよい。
【００３６】
　図６および図７は、被覆部材１８０および集積回路３００の位置関係の例を示す平面図
である。図６および図７を参照して第１領域１０５について説明する。本図の例において
集積回路３００のメインの部材（たとえばシリコン等の無機材料）および被覆部材１８０
は基板に垂直な方向から見て矩形である。なお、集積回路３００はメインの部材に加えリ
ード等を備えていてもよい。第１領域１０５は、基板１００に垂直な方向から見て、集積
回路３００の辺のうち被覆部材１８０と対向する部分３０４と、被覆部材１８０の辺のう
ち集積回路３００と対抗する部分１８４とを対向２辺とする矩形の領域であるといえる。
図６では、集積回路３００の側面３０３の全体が被覆部材１８０の側面１８３に対向して
いる例を示し、図７では、側面３０３の一部のみが被覆部材１８０の側面１８３に対向し
ている例を示している。
【００３７】
　なお、図７のように側面３０３の一部のみが被覆部材１８０の側面１８３に対向してい
る場合、保護部材４００は第１領域１０５に加え、第２領域１０６の全体を覆っているこ
とが好ましい。ここで、第２領域１０６は、第１領域１０５に隣接する矩形の領域である
。また、第２領域１０６の一辺は、集積回路３００の側面３０３に垂直な第１領域１０５
の一辺であり、第２領域１０６の他の一辺は、集積回路３００の一つの角から部分３０４
の端部までを結ぶ線である。
【００３８】
　保護部材４００はたとえば、エポキシ系またはアクリル系等の樹脂からなる。保護部材
４００は、基板１００の第１面１０１に被覆部材１８０および集積回路３００を固定した
後に、樹脂材料を塗布し、固化させることによって形成することができる。保護部材４０
０は、固化した状態において、適度な弾力性、柔軟性を有することが好ましい。
【００３９】
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　本実施形態に係る発光装置１０では、基板１００の第１面１０１のうち、上記のような
第１領域１０５を保護部材４００が覆っていることにより、基板１００を湾曲させた場合
に基板１００の第１領域１０５に集中する応力を軽減し、基板１００にクラック等が生じ
ることを防ぐことができる。したがって、発光装置１０の耐久性を向上させることができ
る。
【００４０】
　図１に戻り、保護部材４００についてさらに説明する。保護部材４００は、集積回路３
００の第１面３０１に垂直な少なくとも一つの側面３０３に接していることが好ましい。
また、基板１００の第１面１０１から集積回路３００の第１面３０１までの高さをｈＩＣ

としたとき、保護部材４００は、集積回路３００の側面３０３の内、基板１００の第１面
１０１からｈＩＣ／２の高さまでの領域を覆っていることがより好ましい。そうすれば、
基板１００を湾曲させた場合に基板１００の第１領域１０５に集中する応力をより軽減し
、発光装置１０の耐久性を向上させることができる。
【００４１】
　一方で、保護部材４００は、集積回路３００の基板１００とは反対側の第１面３０１の
全体を露出するように設けられている。そうすることにより、発光部１４０によって発光
装置１０全体としての厚さが、厚くなることを避けることができる。ここで、集積回路３
００の第１面３０１は、撥水性を有することが好ましい。具体的には、集積回路３００の
第１面３０１の、水に対する接触角は９０°以上であることが好ましく、１５０°以上で
あることがより好ましい。たとえば、集積回路３００の表面を撥水処理したり、撥水性の
コートを施したりすることで、第１面３０１に撥水性を付与することができる。そうすれ
ば、保護部材４００を塗布法によって形成する際に、集積回路３００の第１面３０１が樹
脂材料をはじく。したがって、第１面３０１が保護部材４００に覆われるのを防ぎつつ効
率よく発光装置１０を製造できる。なお、集積回路３００の側面３０３は撥水性を有して
いてもよいし、有していなくてもよい。
【００４２】
　なお、保護部材４００は、第１領域１０５の全体において基板１００の第１面１０１と
接していることが好ましい。ただし、第１領域１０５において、基板１００の第１面１０
１に被覆層等が形成されている場合は、保護部材４００は基板１００の第１面１０１と接
していなくてもよい。
【００４３】
　図８から図１１は、発光装置１０の変形例を示す断面図である。図８から図１１は、図
１に相当する。図８の例では、保護部材４００の表面は、発光装置１０の第１面１０１と
は反対側に向かって凸となっている。そして、保護部材４００は被覆部材１８０の第１面
１８１の少なくとも一部を覆っている。
【００４４】
　図９の例では、保護部材４００の表面は、発光装置１０の第１面１０１と反対側に向か
って凹となっている。そして、保護部材４００は、集積回路３００の第１面３０１および
被覆部材１８０の第１面１８１のいずれも覆っていない。
【００４５】
　図１０の例では、保護部材４００は、集積回路３００の側面３０３のうち、一部のみを
覆っている。そして、本図の例では、保護部材４００は、集積回路３００の側面３０３の
内、基板１００の第１面１０１からｈＩＣ／２の高さまでの領域を少なくとも覆っている
。
【００４６】
　図１１の例では、保護部材４００は、被覆部材１８０の側面１８３のうち、一部のみを
覆っている。また、保護部材４００は、集積回路３００の側面３０３のうち、一部のみを
覆っている。本図の例では、保護部材４００は、被覆部材１８０の側面１８３のうち、基
板１００の第１面１０１からｈＣ／２の高さまでの領域を少なくとも覆っており、集積回
路３００の側面３０３の内、基板１００の第１面１０１からｈＩＣ／２の高さまでの領域
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を少なくとも覆っている。
【００４７】
　これらの変形例のように、保護部材４００の形状は、保護部材４００を形成する樹脂材
料の粘性や塗布量、集積回路３００および被覆部材１８０の表面の濡れ性等によって異な
りうる。
【００４８】
　これらの変形例においても、基板１００の第１面１０１のうち、上記のような第１領域
１０５を保護部材４００が覆っていることにより、基板１００を湾曲させた場合に基板１
００の第１領域１０５に集中する応力を軽減し、基板１００にクラック等が生じることを
防ぐことができる。したがって、発光装置１０の耐久性を向上させることができる。
【００４９】
　発光装置１０の製造方法について以下に説明する。当該製造方法は、発光部１４０を形
成する工程、基板１００の第１面１０１に集積回路３００を設ける工程、発光部１４０を
被覆部材１８０で被覆する工程、および、保護部材４００を形成する工程を含む。発光部
１４０を形成する工程では、基板１００の第１面１０１に、第１電極１１０、有機層１２
０、及び第２電極１３０を有する発光部１４０を形成する。集積回路３００を設ける工程
では、集積回路３００は第１電極１１０および第２電極１３０の少なくとも一方と電気的
に接続される。保護部材４００を形成する工程では、被覆部材１８０と集積回路３００と
の間の第１領域１０５に保護部材が形成される。また、保護部材４００を形成する工程に
おいて、保護部材４００は、集積回路３００の基板１００とは反対側の第１面３０１の全
体を露出するように設けられる。以下に詳しく説明する。
【００５０】
　まず、基板１００の第１面１０１上に第１電極１１０を形成する。この工程において、
第１端子１１２及び第２端子１３２も形成される。次いで、絶縁層１５０、有機層１２０
、及び第２電極１３０をこの順に形成する（発光部１４０を形成する工程）。
【００５１】
　次いで、基板１００の第１面１０１上の、第１端子１１２及び第２端子１３２を含む範
囲であって、集積回路３００を配置する範囲の上に異方性導電性樹脂層３１０を形成する
。そして、異方性導電性樹脂層３１０を介して基板１００の第１面１０１上に集積回路３
００を配置し、固定する。このとき、第１端子１１２及び第２端子１３２が複数の導電粒
子を介して集積回路３００の電極３０５に電気的に接続されるようにする（集積回路３０
０を設ける工程）。なお、異方性導電性樹脂層３１０の基板１００に平行な方向の導電性
は低く、第１端子１１２と第２端子１３２とは短絡しない。
【００５２】
　次いで、発光部１４０を覆うように基板１００の第１面１０１上に封止膜１９０および
被覆部材１８０を形成する（被覆する工程）。
【００５３】
　次いで、被覆部材１８０と集積回路３００との間の第１領域１０５に保護部材４００を
形成するための樹脂材料を塗布し、固化させる（保護部材４００を形成する工程）。樹脂
材料は、たとえばディスペンサー等を用いて所望の領域にのみ塗布できる。
【００５４】
　なお、集積回路３００を設ける工程の後、保護部材４００を形成する工程の前には、集
積回路３００の少なくとも第１面３０１に対し、撥水処理を施す工程をさらに含んでもよ
い。そうすれば、集積回路３００の第１面３０１が樹脂材料をはじくため、第１面３０１
が保護部材４００に覆われるのを防ぎつつ効率よく発光装置１０を製造できる。
【００５５】
　発光装置１０は、基板１００が平坦な状態のみならず、基板１００の少なくとも一部が
湾曲している状態で用いることができる。また、発光装置１０において、基板１００は少
なくとも一部が湾曲している状態で固定されていてもよい。
【００５６】
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　図１２は、発光装置１０を備える電子装置５０の構成を示す断面図である。電子装置５
０において、基板１００の少なくとも一部は湾曲している。電子装置５０は、固定部材５
１０を備え、発光装置１０は、基板１００が湾曲した状態で固定部材５１０に固定されて
いる。電子装置５０はたとえば、広告板、携帯端末（ウェアラブル端末を含む）等である
。
【００５７】
　以上、本実施形態によれば、被覆部材１８０と集積回路３００との間の第１領域１０５
に保護部材４００が設けられている。したがって、基板１００を湾曲させた場合に基板１
００の第１領域１０５に集中する応力を軽減し、基板１００にクラック等が生じることを
防ぐことができる。よって、発光装置１０の耐久性を向上させることができる。
【００５８】
　また、保護部材４００は、集積回路３００の基板１００とは反対側の第１面３０１の全
体を露出するように設けられている。したがって、発光部１４０により発光装置１０全体
としての厚さが厚くなることを避けることができる。
【００５９】
（実施例１）
　図１８は、実施例１に係る発光装置１０の構成を示す平面図である。本実施例に係る発
光装置１０は、以下に説明する点を除いて実施形態に係る発光装置１０と同じである。図
１３は、図１８から保護部材４００、被覆部材１８０、および集積回路３００を取り除い
た図である。本図において、被覆部材１８０および集積回路３００を破線で示している。
図１４は、図１３から隔壁１７０、第２電極１３０、有機層１２０、及び絶縁層１５０を
取り除いた図である。図１５は図１３のＢ－Ｂ断面図であり、図１６は図１３のＣ－Ｃ断
面図であり、図１７は図１３のＤ－Ｄ断面図である。ただし、図１５から図１７において
、封止膜１９０および被覆部材１８０は省略して示している。
【００６０】
　本実施例に係る発光装置１０はディスプレイであり、基板１００、第１電極１１０、発
光部１４０、絶縁層１５０、複数の開口１５２、複数の開口１５４、複数の第１引出配線
１１４、有機層１２０、第２電極１３０、複数の第２引出配線１３４、及び複数の隔壁１
７０を有している。
【００６１】
　第１電極１１０は、第１方向（図１３におけるＹ方向）にライン状に延在している。そ
して第１電極１１０の端部は、第１引出配線１１４に接続している。
【００６２】
　第１引出配線１１４は、第１電極１１０を第１端子１１２に接続する配線である。本図
に示す例では、第１引出配線１１４の一端側は第１電極１１０に接続しており、第１引出
配線１１４の他端側は第１端子１１２となっている。そして第１端子１１２の上及び第１
引出配線１１４の上には、導体層１８２が形成されている。導体層１８２は、第１電極１
１０よりも抵抗の低い金属、例えばＡｌ又はＡｇを用いて形成されている。なお、第１引
出配線１１４の一部は絶縁層１５０によって覆われている。
【００６３】
　絶縁層１５０は、図１３、及び図１５～図１７に示すように、複数の第１電極１１０上
及びその間の領域に形成されている。絶縁層１５０には、複数の開口１５２及び複数の開
口１５４が形成されている。複数の第２電極１３０は、第１電極１１０と交差する方向（
例えば直交する方向：図１３におけるＸ方向）に互いに平行に延在している。そして、複
数の第２電極１３０の間には、詳細を後述する隔壁１７０が延在している。開口１５２は
、平面視で第１電極１１０と第２電極１３０の交点に位置している。具体的には、複数の
開口１５２は、第１電極１１０が延在する方向（図１３におけるＹ方向）に並んでいる。
また、複数の開口１５２は、第２電極１３０の延在方向（図１３におけるＸ方向）にも並
んでいる。このため、複数の開口１５２はマトリクスを構成するように配置されているこ
とになる。
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【００６４】
　開口１５４は、平面視で複数の第２電極１３０のそれぞれの一端側と重なる領域に位置
している。また開口１５４は、開口１５２が構成するマトリクスの一辺に沿って配置され
ている。そしてこの一辺に沿う方向（例えば図１３におけるＹ方向、すなわち第１電極１
１０に沿う方向）で見た場合、開口１５４は、所定の間隔で配置されている。開口１５４
からは、第２引出配線１３４の一部分が露出している。そして、第２引出配線１３４は、
開口１５４を介して第２電極１３０に接続している。
【００６５】
　第２引出配線１３４は、第２電極１３０を第２端子１３２に接続する配線であり、第１
電極１１０と同一の材料からなる層を有している。第２引出配線１３４の一端側は開口１
５４の下に位置しており、第２引出配線１３４の他端側は、絶縁層１５０の外部に引き出
されている。そして本図に示す例では、第２引出配線１３４の他端側が第２端子１３２と
なっている。なお、第２引出配線１３４の一部は絶縁層１５０によって覆われている。
【００６６】
　開口１５２と重なる領域には、有機層１２０が形成されている。有機層１２０の正孔注
入層は第１電極１１０に接しており、有機層１２０の電子注入層は第２電極１３０に接し
ている。このため、発光部１４０は、開口１５２と重なる領域それぞれに位置しているこ
とになる。
【００６７】
　なお、図１５及び図１６に示す例では、有機層１２０を構成する各層は、いずれも開口
１５２の外側まではみ出している場合を示している。そして図１３に示すように、有機層
１２０は、隔壁１７０が延在する方向において、隣り合う開口１５２の間にも連続して形
成されていてもよいし、連続して形成していなくてもよい。ただし、図１７に示すように
、有機層１２０は、開口１５４には形成されていない。
【００６８】
　第２電極１３０は、図１３、図１５～図１７に示すように、第１方向と交わる第２方向
（図１３におけるＸ方向）に延在している。そして隣り合う第２電極１３０の間には、隔
壁１７０が形成されている。隔壁１７０は、第２電極１３０と平行すなわち第２方向に延
在している。隔壁１７０の下地は、例えば絶縁層１５０である。隔壁１７０は、例えばポ
リイミド系樹脂などの感光性の樹脂であり、露光及び現像されることによって、所望のパ
ターンに形成されている。なお、隔壁１７０はポリイミド系樹脂以外の樹脂、例えばエポ
キシ系樹脂やアクリル系樹脂、二酸化珪素等の無機材料で構成されていても良い。
【００６９】
　隔壁１７０は、断面が台形の上下を逆にした形状（逆台形）になっている。すなわち隔
壁１７０の上面の幅は、隔壁１７０の下面の幅よりも大きい。このため、隔壁１７０を第
２電極１３０より前に形成しておくと、蒸着法やスパッタリング法を用いて、第２電極１
３０を基板１００の一面側に形成することで、複数の第２電極１３０を一括で形成するこ
とができる。また、隔壁１７０は、有機層１２０を分断する機能も有している。
【００７０】
　次に、本実施例における発光装置１０の製造方法を説明する。本実施例に係る発光装置
１０の製造方法は、発光部１４０を形成する工程を除いて、実施形態に係る発光装置１０
の製造方法と同様である。まず、基板１００上に第１電極１１０、第１引出配線１１４，
および第２引出配線１３４を形成する。これらの形成方法は、実施形態において第１電極
１１０を形成する方法と同様である。
【００７１】
　次いで、絶縁層１５０を形成し、さらに隔壁１７０を形成する。次いで有機層１２０及
び第２電極１３０を形成する。
【００７２】
　そして、以降は、実施形態の方法と同様に、集積回路３００を設ける工程、被覆する工
程、および、保護部材４００を形成する工程を行う。
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【００７３】
　本実施例によれば、実施形態と同様に、被覆部材１８０と集積回路３００との間の第１
領域１０５に保護部材４００が設けられている。したがって、基板１００を湾曲させた場
合に基板１００の第１領域１０５に集中する応力を軽減し、基板１００にクラック等が生
じることを防ぐことができる。よって、発光装置１０の耐久性を向上させることができる
。
【００７４】
　また、保護部材４００は、集積回路３００の基板１００とは反対側の第１面３０１の全
体を露出するように設けられている。したがって、発光部１４０により発光装置１０全体
としての厚さが厚くなることを避けることができる。
【００７５】
　以上、図面を参照して実施形態及び実施例について述べたが、これらは本発明の例示で
あり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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